Wskazowki dla projektantow przy tworzeniu
dokumentacji i plikow produkcyjnych

Aby utatwic proces przygotowania odpowiedniej dokumentacji oraz
plikow, przedstawiamy kilka istotnych wskazowek, ktore nalezy
uwzglednic na etapie projektowania:

1. Punkty odniesienia (Fiducials):

- Do precyzyjnego pozycjonowania ptyt PCB w maszynach, wymagane
s3 co najmniej dwa punkty odniesienia o regularnym ksztatcie (np.
kwadrat, koto, krzyz), oddalone od soldermaski o co najmniej 1 mm.
Punkty te musza byc gtadkie i dobrze odbijac swiatto, a ich lokalizacja
nie moze znajdowac sie na warstwach paste mask.

- Dla lepszej precyzji pozycjonowania zalecamy umieszczenie trzech
punktow odniesienia, szczegolnie w przypadku uktadow QFP i BGA.

2. Panelizacja :

- W przypadku panelizacji mozliwe sg dwa warianty. z ramka
technologiczng lub bez niej. Dla szerszych paneli nalezy pozostawic 5
mm strefe na Srodku dla mechanizmu podparcia w piecu.

3. Transport ptytek migdzy maszynami:

- Ptytki sg transportowane za pomoca przenosnikow krawedziowych,
ktore zachodzg na PCB na 3 mm z kazdej strony (warstwa bottom).
Nalezy unikac umieszczania elementow na tych obszarach. Dotyczy to
obu stron ptytek dwustronnych.



- Wszystkie panele PCB w jednej serii musza miec identyczne
wymiary z tolerancja +/- 0,6 mm. Panele powinny byc prostokatne, a
ich krawedzie rownolegte do siebie.

4. Kat obrotu i polaryzacja elementow:

- Ustal precyzyjny kat obrotu elementow w stopniach oraz
oznaczenia polaryzacji w projekcie i dokumentacji montazowe. Dla
elementow SMD montowanych automatycznie, kluczowe jest jasne i
czytelne oznaczenie polaryzacji, aby uniknac btedow podczas montazu.

5. Projektowanie pol lutowniczych:

- Pady pod elementy musza by¢ projektowane zgodnie z
dokumentacjg producenta (SMT, THT). Nalezy przestrzegac zasad,
takich jak:

- Wielkosc padu nie moze by¢ mniejsza niz wielkosc koncowki
elementu plus 30 pm z kazdej strony.

- Minimalna szczelina miedzy padami to 200 um (dla fine pitch 0,5
mm).

- Minimalna odlegtos¢ miedzy elementami to 1 mm.

- Szczelina miedzy padem a soldermaska powinna wynosic co
najmniej 80 pm.

6. Pojemnosc cieplna padow:

- Unikaj bezposredniego potgczenia przelotek i grubych Sciezek z
polami lutowniczymi, poniewaz zwiekszaja one pojemnosc cieplng
padow. Moze to prowadzic do efektu ,nagrobkowego” podczas



lutowania, co spowodowane jest nierownomiernym napieciem
powierzchniowym topigcej sie pasty.

1. Szablony do naktadania pasty.

- Szablony musza byc odpowiednio przygotowane pod konkretne
ramy i drukarki. Wykonujemy projekty szablonow we wtasnym zakresie,
dostosowujac je do wymogow procesu produkcji.

8. Kompletacja elementow:

- Oferujemy montaz zarowno z elementow powierzonych przez
klienta, jak i zakupionych przez nasza firme. Mozemy rowniez zajac sie
petng kompletacja elementow, importujac wiekszosc komponentow
bezposrednio od producentow.

Te wskazowki maja na celu usprawnienie procesu produkcyjnego i
zapewnienie, ze montaz PCB bedzie przebiegat bezproblemowo, zgodnie
z zatozeniami technicznymi.



